
ICTシステムを担うこれからのクラウド基盤特集 NEC C&Cクラウド基盤を支える製品、最新技術

データセンターのTCO削減に貢献する
マイクロモジュラーサーバ及び相変化冷却機構
越智 一郎　佐藤 祐　横山 淳　中井 康博　茂垣 泰夫　山中 章

1.	はじめに

ICTシステムが所有型（オンプレミス）から利用型（クラ
ウド）へ急速に変化しているなか、NECはクラウド事業者
や企業内プライベートクラウドのプラットフォーム利用を想
定したマイクロモジュラーサーバ及び相変化冷却機構を開発
し、ソリューション型プラットフォームとして販売を開始しま
した。

マイクロモジュラーサーバは、1ラックに最大736台搭載す
ることでデータセンターの設置スペースを1/5に削減し、フロ
アコストの大幅削減を実現します。一方、相変化冷却機構は、
高効率な局所冷却機構でデータセンターにおける冷却コスト
の最大3割削減を実現します。弊社は、ICT機器そのもの
の消費電力を低減させることに加え、データセンターファシリ
ティまで含めたTCO（Total Cost of Ownership）の最適化
を提案しています。

2.	マイクロモジュラーサーバ

データセンターでは大量のサーバを導入するため、コスト
効率の観点から、少ない設置面積かつ消費電力を抑えた
サーバが求められます。弊社は、データセンター向けに高集

積、省電力の双方の特性を備えたマイクロモジュラーサーバ
を新たに開発しました（写真）。

2.1 マイクロモジュラーサーバの最新技術紹介
（1）	省電力

最新の省電力Intel Atom プロセッサー C2000シリー
ズの採用、mSATA SSDの標準搭載、2.5Gbpsネット
ワークの採用など、最新の省電力コンポーネントを他社

データセンター向けに開発したNECの高集積省電力「マイクロモジュラーサーバ」及び、電気を使わず自然に冷やす局
所冷却技術「相変化冷却ユニット」には、さまざまな最新の技術が盛り込まれています。本稿では、それらの技術のな
かでも、特にデータセンターのTCO削減に貢献する省電力、高密度、運用管理についての技術と、独創性に関して説
明します。
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に先駆けて採用し、マイクロモジュラーサーバとして製
品化しました。従来製品*1と比較して、消費電力を1/4
までに低減しています。

（2）高集積

弊社が今までに培ってきた40度環境に対応する冷却
設計技術を駆使することで、2Uサイズのラックシャー
シにサーバモジュールを最大46個搭載可能な超高密
度設計を実現しました。42Uラック1本当たりでは、本
シャーシを16台、計 736サーバを搭載可能として、クラ
ス最高レベルの高集積度を達成しています。
また、1シャーシ当たりの重量も、最大構成で34kgと軽
量化を実現しています。床面の耐荷重が500kg/m2と
いった一般的なデータセンターにおいても、高密度性
を損なうことなく導入可能です。
その結果、従来製品と比較して設置面積を1/5に圧縮
し、フロア費用、ラック自体の費用、配線工事などが削
減でき、サービスコストの効率化に貢献します（図1）。

（3）管理の効率化

各サーバモジュールには「管理用チップ」を内蔵し、更
にシャーシ内のハードウェアリソース（サーバモジュー
ル、FAN、電源ユニットなど）を管理する「Chassis 
Management Module」を2基搭載することで、故障に
対しての可用性、及び高密度サーバに最適な高効率な
サーバ管理を実現しています。
更に、オプションのラック内管理アプライアンス「Rack 
Management System」を導入すると、複数のサーバモ
ジュール、シャーシ内のハードウェアリソースの一元管
理も可能となり 、システム運用管理コストの削減も実現
します。

2.2 マイクロサーバの採用技術の独創性
（1）	ネットワーク帯域と省電力のバランス設計

各サーバモジュールは2.5Gbps Ethernetを2ポート備
えており、それぞれのポートからシャーシ内部に実装し
たL2ネットワークスイッチモジュール2個と接続するこ
とで、帯域の確保とネットワークの冗長性を両立しまし
た。上位ネットワークには、それぞれのスイッチモジュー
ルから40Gbps（10Gbps x4）x2ポートの計80Gbpsで
アップリンクすることで使用ポート数も削減しています。
省電力と高速ネットワーク性能の双方を両立するた
め、一般的な1Gbpsや、高速だが消費電力が大きい
10Gbps Ethernetではなく、2.5Gbps Ethernetを他社
に先駆けて採用しました。これにより、省電力と高速
ネットワーク性能のバランスを取り、他社サーバとの差
異化を図りました。
また、各サーバモジュールは保守性を考慮し、他のモ
ジュールを停止することなく交換できるコールドスワッ
プ方式を採用し、運用の効率化に貢献しています。

（2）高密度冷却設計技術、保守性への配慮

2Uサイズに4サーバを搭載した一般的な高密度サーバ
に対し、弊社の冷却技術を駆使することで同じ2Uに
10倍以上の46サーバモジュールを実装した高密度実
装を実現しています。
サーバ筐体の上部天板を開けることで、サーバモジュー
ルの個々の保守交換を可能としており、高密度かつ保
守性にこだわった設計を実施しています。

3.	電気を使わず自然に冷やす局所冷却技術

3.1 相変化冷却ユニットの製品化
相変化冷却ユニットは、高集積サーバの排熱を効率的に

冷却できるよう液体が気化する際に熱を奪う仕組み（相変
化冷却技術）を活用し、スーパーコンピュータやハイエンド
サーバでの適用を経て、高集積サーバの冷却に適用できる
よう弊社が独自に発展させたものです。

本ユニットは、サーバラックの背面ドアに実装します。ユ
ニット内の冷媒が、ICT機器の背面からの排気熱を受けて
沸騰蒸発・ガス化しICT機器の排熱を吸収して排気を冷却
します（図2）。

図1　高集積・省電力によりサービスコストの削減に貢献

*1　従来製品：SIGMABLADE（Express5800/B120b-d）
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更にガス化した冷媒は、それ自身の浮力で天井部に移動
し、天井部の冷却設備で冷却されることで液化され、液化
した冷媒自身の重力により相変化冷却ユニットの液管を通
して受熱部に戻ります。受熱部に戻った冷媒は、再度冷却
に活用されます。

この相変化冷却ユニット内の熱輸送と廃棄のサイクルでは、
空調機ファンの駆動や冷媒循環のための電力が不要です。

3.2 相変化冷却ユニットの先進性・独創性
これは、高電力密度のICT機器内冷却技術を発展させ

た技術であり、一般的な空調システムと異なり、ICT機器冷
却に必要な温度帯で高効率に動作する独自冷媒で、かつ環
境負荷が小さいものを使用しています（図3）。よって、一
般的な空調システムのような高い圧力容器の構造を必要と
しないため、安全性が高いものとなっています。

また、多段構成の受熱部とその個々の受熱部が必要と
する冷媒量を最適に戻す構造上の工夫により高い受熱性能

（30kWの装置排気熱の50%を受熱可能）を実現し、機械
的・電気的な制御機構を必要としないことで高い信頼性と
メンテナンスフリーを実現しています。

4.	ソリューション型プラットフォーム

マイクロモジュラーサーバと相変化冷却ユニット、先進
OSS（Open Source Software）を活用したクラウドサービ
スやビッグデータ分析などのサービス基盤として、順次提供
を開始します。
・	 ホスティングサービス基盤「Cloud Platform for

	 Dedicated Hosting」*2

ホスティングサービスでは、サーバを仮想化せず1台の
サーバをそのまま貸し出すDedicated Hasting（物理ホ
スティング）サービスのニーズがあります。こうしたサー
ビスでは仮想化によるサーバ集約が行えないため、高
密度/高効率なプラットフォームが求められています。
マイクロモジュラーサーバと相変化冷却によるソリュー
ション基盤は、従来の物理ホスティング用途向けサーバ
利用の場合と比べ、フロア/電力費用を最大1/8に削
減可能とし、トータルサービスコストを約30%削減でき
ます（図4）。

・	 ビッグデータ分析サービス基盤「Data Platform

	 for Hadoop」

マイクロモジュラーサーバは多数のサーバと高速ネット

図2　相変化冷却ユニットの概要

図3　相変化冷却ユニットにおける独自技術

*2　日本での製品名は「Cloud Platform Suite データセンターパッケージ」

図4　省電力・高集積プラットフォームによる
ファシリティ費用の削減
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ワーク（2.5Gbps）を持ち、最大160Gbpsの高速なアッ
プリンクネットワークスイッチを搭載しています。このた
め、多数のサーバとサーバ間のネットワーク性能が要求
されるビッグデータ分析などの分散処理環境において、
2Uの筐体内はもちろん、複数筐体をまたがる大規模な
分散処理環境にも適用可能な最適なプラットフォーム
です。こうしたプラットフォームとHadoopやSparkと
いったビッグデータ解析の基盤ソフトウェアを組み合わ
せ、高速な分析サービスを迅速に構築可能な基盤を提
供予定です。

5.	むすび

本稿では、弊社のマイクロモジュラーサーバ、及び相変化
冷却機構によるソリューション型プラットフォーム基盤にお
ける、省電力化への取り組みと特長を紹介してきました。本
製品は2014年5月の発表以来、その先進的な機能諸元に
より国内外から下記のような高い評価を得たほか、北米を中
心にデータセンター事業者様からお問い合わせをいただい
ております。

・Interop Tokyo 2014 “Best of Show Award”
	 データセンタ＆ストレージ部門 グランプリ

・Datacenter Dynamics APAC Award
	 “Innovation in IT Optimization”

・日刊工業新聞社 第57回十大新製品賞
弊社は今後もICTとファシリティの最先端テクノロジーを

活用し、お客様の新たなビジネス創出を提案するソリューショ
ン型プラットフォームを提供するとともに、高効率ソリューショ
ンにより、地球環境の保全にも貢献してまいります。

*	Intel Atomは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけ
るIntel Corporationの商標です。

*	Ethernetは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
*	Hadoop、Sparkは、The Apache Software Foundationの登 録
商標または商標です。
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ICTシステムを担うこれからのクラウド基盤特集によせて
NECのクラウド基盤への取り組み

◇ 特集論文
NEC C&Cクラウド基盤　NEC Cloud IaaSのサービス
マルチ環境統合を実現するポータルサービス
多用途環境に対応するハイブリッド型サーバサービス
多様なネットワーク環境を提供するネットワークサービス
内部統制手法を活用した堅牢なセキュリティサービス
クラウド基盤を支えるデータセンターサービス

NEC C&Cクラウド基盤を支える製品、最新技術
運用の自動化によりトータルコストを最適化する 「WebSAM vDC Automation」
運用自動化により効率的な管理を実現する統合運用管理基盤
データセンターのTCO削減に貢献するマイクロモジュラーサーバ及び相変化冷却機構
クラウド環境に適した高信頼基盤を提供するiStorage M5000
データ保存に最適な、優れた圧縮効率と高速性を両立するiStorage HSシリーズ
大規模データセンターの管理自動化をサポートするSDN対応製品 UNIVERGE PFシリーズ
省電力を実現する相変化冷却技術・熱輸送技術
	
NEC C&Cクラウド基盤の将来技術
低コスト・省電力・低フットプリントを実現するアクセラレータ活用技術
スケールアップにより多種多様なコンピューティングを実現するResource Disaggregated Platform
クラウド環境を対象にしたモデルベース設計支援技術
モデルベースでのサイジングと構成管理によりクラウド上のSIを効率化するクラウド型SI
ビッグデータ分析とクラウド 〜異常を見抜くインバリアント分析技術〜

導入事例
クラウドで遠隔監視保守システムの安定稼働を実現　全国約1,100基のタワーパーキングの安全を支える
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クラウド基盤サービスでグループのIT環境を共通化　ITガバナンスのさらなる強化を目指す
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